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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月3日(2009.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メッシュパターンの形成された第１の表面を有するダイを提供する工程と、
　第１の層の表面によって支持される金属層を含む第１の物品を提供する工程と、前記金
属層は第１の形状であることと、
　第１の層と異なる第２の層によって支持される光活性材料を含む第２の物品を提供する
工程と、
　第２の物品とダイとの間に第１の物品を配置する工程と、
　第１の物品が第２の物品とダイとの間にあるときに、金属層が第１の形状から第１の形
状と異なる第２の形状である金属メッシュへ変化するように第１の層の前記表面とダイの
第１の表面とを接触させることによって、金属メッシュ、光活性材料、および第２の層を
含む第３の物品を形成する工程を含む方法。
【請求項２】
　ダイの第１の表面が第１の層と接触しているとき、約１００℃以上までダイを加熱する
工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ダイの第１の表面が第１の層と接触しているとき、約３００℃以上までダイを加熱する
工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ダイの第１の表面が第１の層と接触しているとき、ダイに約０．６８９ＭＰａ（約１０
０ｐｓｉ）以上の圧力を加える工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ダイの第１の表面が第１の層と接触しているとき、ダイに約６．８９５ＭＰａ（約１，
０００ｐｓｉ）以上の圧力を加える工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ダイの第１の表面が第１の層と接触しているとき、ダイに約３４．４７ＭＰａ（約５，
０００ｐｓｉ）以上の圧力を加える工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　第２の物品とダイとの間に第１の物品を配置する前に、金属層と第１の層との間に放出
層を配置する工程を含む請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　放出層はポリエステルまたはポリエチレンを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　金属層は、アルミニウム、鉄、金、銀、銅、ニッケル、パラジウム、白金、チタンまた
はそれらの合金を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第３の物品は、基板と金属メッシュとの間に光活性材料を含む光電池を含む請求項１に
記載の方法。
【請求項１１】
　ダイの第１の表面のうちの少なくとも一部は平坦面または湾曲面である請求項１に記載
の方法。
【請求項１２】
　第１の層および第２の層のうちの１つ以上はフレキシブル基板を含む請求項１に記載の
方法。
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